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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高周波信号の伝送のための１つ以上のＨＦ接触要素（１４）と、
　直流の伝送のための少なくとも１つのＤＣ接触要素（３０）と、
　回路基板（１８）の少なくとも１つのセクションが挿入されることが可能なインテーク
（２６）と、
　前記インテーク（２６）を形成する第１ハウジング部品と、前記ＨＦ接触要素（１４）
の少なくとも１つを収納する第２ハウジング部品とを含み、２つのハウジング部品が相互
に対して移動することが可能なハウジングと、
　前記ＨＦ接触要素（１４）が接触されるまで前記回路基板（１８）とともに前記インテ
ーク（２６）を前記ＨＦ接触要素（１４）に対して移動させるための手段と、
　前記ＨＦ接触要素（１４）が接触する位置に前記回路基板（１８）を固定するための手
段と、
　を含み、
　２つのハウジング部品は、相互に回転することが可能であり、前記インテーク（２６）
へ差し込まれた回路基板（１８）は第１回転位置で前記ＨＦ接触要素（１４）と接触し、
前記インテーク（２６）へ差し込まれた前記回路基板（１８）は第２回転位置で前記ＨＦ
接触要素（１４）と接触せず、前記２つのハウジング部品は、スプリング要素（３３）を
用いることにより、前記第１回転位置に付勢され、
　少なくとも１つのＨＦ接触要素（１４）は、２つの外側接触部（１６）の間に共面に位
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置合わせされた状態で配置される中央接触部（１５）を含み、
　前記中央接触部（１５）は、内側導体（２０）と電気的に接続され、
　前記外側接触部（１６）は、装置から延出する同軸ケーブル（１９）の外側導体と電気
的に接続され、
　前記ＤＣ接触要素（３０）は、装置から延出するリボン導体と電気的に接続されること
を特徴とする、回路基板（１８）を接触させるための装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の装置において、
　前記回路基板（１８）は、移動時に、前記ＨＦ接触要素（１４）と接触する前にセンタ
リングされることを特徴とする装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の装置において、
　前記回路基板（１８）の開口部に押圧されるセンタリングピン（２１）を有することを
特徴とする装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の装置において、
　形状及び／又は寸法が異なる、少なくとも２つのセンタリングピン（２１）を有するこ
とを特徴とする装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の装置において、
　前記インテーク（２６）は、ばね装着されていることを特徴とする装置。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の装置において、
　前記回路基板（１８）が前記第１回転位置で前記インテーク（２６）へ差し込まれるこ
とを防止する手段を有することを特徴とする装置。
【請求項７】
　請求項３に記載の装置において、
　前記センタリングピン（２１）は、前記回路基板（１８）が前記第１回転位置で前記イ
ンテーク（２６）へ差し込まれることを防止することを特徴とする装置。
【請求項８】
　請求項１から請求項７のいずれか１項に記載の装置と、回路基板（１８）とを含むこと
を特徴とするシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば測定装置又は何らかの種類の回路に接続されるべき回路基板を、少な
くとも一時的に、接触させるための装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、１つ以上のコネクタヘッドを差し込むことにより、このような回路基板が接触さ
れることは周知であるが、これは概して、比較的大きい差し込み力を必要とするという短
所と関連しており、この差し込み力は、実質的に、スプリング要素を用いることにより、
コネクタヘッドのメカニカルロックから結果的に生じるものである。したがって、少なく
とも可撓性キャリアプレートを有する回路基板の事例では、コネクタヘッドを用いること
による接触は不向きである。また、回路基板へのダメージ、又はこれに接続される電気シ
ステムへのダメージにつながり得る接続エラーが、個々のコネクタヘッドを差し込むこと
で結果的に生じる可能性がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
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　この先行技術を出発点として、本発明は、回路基板の簡単かつ迅速な接触を可能にし、
高い差し込み力又は接触力の付加を特に回避するため、回路基板が可撓性キャリアプレー
トに基づく場合でも回路基板へのダメージが回避されることが可能な装置を特徴付けると
いう問題に基づくものであった。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　この問題は、独立請求項１に記載の装置により解決される。本発明による装置の有利な
実施形態は、従属請求項の主題であり、本発明についての以下の記載で説明される。
【０００５】
　本発明は、接触されるべき回路基板又は回路基板の対応するセクションがインテークに
固定されてから、好ましくはインテークに固定される回路基板又は関連するセクションの
案内動作又は摺動により回路基板と接触要素との接触がもたらされることで、迅速かつ確
実に、特に低接触力の付加により回路基板と適合接点とを接触させるという概念に基づい
ている。
【０００６】
　したがって、回路基板を接触させるための本発明による装置は、少なくとも以下の要素
を含む。
好ましくは、装置に移動不能に位置決めされ、特に装置のハウジング（の一部）の内部に
配置される１つ以上の接触要素。
回路基板の少なくとも１つのセクションが挿入することが可能な（少なくとも）１つのイ
ンテーク。好ましくはできる限り広いエリアにわたって回路基板又は回路基板のセクショ
ンを収納し、特に、接触されるべき回路経路（のセクション）が配置される回路基板のセ
クションのみを露出した状態にするインテーク。
接触要素との接触が行われるまで、回路基板を接触要素に対して移動又は摺動させるため
の手段。回路基板の案内動作は、回路基板が定義された方法により接触要素へ移動するこ
とを保証し、これは接触エラーを排除し、また高い接触力が使用される際に発生するよう
に回路基板が接触要素に対して傾斜することを防止する。
接触要素が接触している位置に回路基板を固定又は保持して永久接触を保証するための手
段。
【０００７】
　本発明による装置の好適な実施形態において、装置は、接触要素に接触する前に回路基
板がセンタリングされる（少なくとも）１つのセンタリング要素も備える。これは、好ま
しくは、接触要素に対する回路基板の案内動作又は摺動により達成される。
【０００８】
　例えば、（少なくとも）１つのセンタリングピン（好ましくは、少なくとも１つのセク
ションにテーパ状のセンタリングピン）が設けられ、回路基板の開口部がこれに押圧され
て、回路基板がセンタリングされる。こうして、回路基板の回路経路が対応する接触要素
に対して正確に位置合わせされることが保証され得る。
【０００９】
　形状、配置、及び／又は寸法が異なる、少なくとも２つのセンタリングピンが設けられ
て、対応する配置及び／又は寸法を持つ回路基板の開口部に嵌合し得ることが特に好まし
い。これは、回路基板の不正確な挿入が防止するコーディングを形成することができる。
【００１０】
　接触要素に接触するために、回路基板はインテークとともに移動又は摺動することが可
能であることが好ましい。これは、移動に必要な力を回路基板ではなくインテークに付加
することを可能にする。インテークから回路基板へのこれらの力の伝達は、この時、比較
的広い表面エリアにわたって、結果的に低い圧力で実行することが可能である。
【００１１】
　インテークは、ばね装着されることも好ましい。これは、一方では、無負荷状態では、
つまり力を生じる移動を摺動手段によって受けない時には、インテークは、ばね負荷装着
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により、回路基板が接触要素と接触しない初期位置へ付勢されることを意味する。こうし
て、インテークへ差し込まれる際に、回路基板は接触要素との接触をまだ確立していない
ことを保証することができる。接触要素との接触を目的とするインテークを含めた回路基
板の摺動は、この時、インテークのばね負荷装着の反力に抵抗して実行することができる
。加えて、結果的に生じるばねの予備張力は、接触要素が接触する位置（接触位置）に回
路基板を固定するために使用することができる。
【００１２】
　回路基板の摺動は、好ましくはスライダーを用いることでもたらされ、スライダーの移
動方向と回路基板の移動方向とは好ましくは非平行（また非同軸）である。このスライダ
ー及び回路基板の移動の非平行性は、簡単な手段により比較的大きな伝達比を実現するこ
が可能であるため、初期位置から接触位置への回路基板の好ましくは比較的短い移動をも
たらすためには、スライダーの非常に大きな摺動が必要であるという利点を有する。これ
は、好ましくは手動操作のスライダーの取り扱いを容易にする。
【００１３】
　スライダーの接触面が回路基板及び／又はインテークの接触面上を摺動することにより
、相対移動の方向に関して、接触面が相互に対して０°を超過し（＞０°）、且つ９０°
未満（＜９０°）となる角度で位置合わせされることで、スライダーと回路基板との非平
行移動が簡単な方式で達成することが可能である。これは、「傾斜面」の機能に対応する
簡単な方式でスライダー及び回路基板の所望の非平行移動が実現できることを意味する。
加えて、２つの移動の伝達比は、接触面の間に形成される角度の選択により簡単に調節す
ることができる。
【００１４】
　さらに、回路基板が接触要素と接触する位置でのスライダーのフォースロック固定が、
本実施形態により実現できる。これは、スライダーの移動の結果としての回路基板の移動
が、スプリング要素の弾性力に反して行われることで達成できる。この弾性力は、２つの
接触面の間の摩擦を増加させ、結果的に、装置の接触位置でのスライダーのフォースロッ
ク固定を可能にする。例えば、インテークが回路基板とともに変位される場合には、伸縮
弾性力は、インテークのばね負荷装着により付加することができる。代替的又は付加的に
、例えば接触要素がばね装着されるか、変形の結果として自身で弾性力を発生させること
で、接触要素により付加される弾性力を有するという有利な可能性も存在する。
【００１５】
　本発明による装置の好適な実施形態では、インテークを形成する第１ハウジング部品と
、接触要素を収納する第２ハウジング部品とを含み、２つのハウジング部品が相互に対し
て移動することが可能なハウジングを装置が備える。
【００１６】
　２つのハウジング部品は、特に好ましくは、相互に対して回転するように設計され、特
に、インテークへ差し込まれた回路基板は第１回転位置で接触要素と接触する又は接触す
る予定であり、インテークへ差し込まれた回路基板は第２回転位置で接触要素と接触しな
い又は接触しない予定であるような方式で相互に接続することができる。
【００１７】
　２つのハウジング部品がスプリング要素を用いることにより、第１回転位置に付勢され
ることも好ましい。回路基板を差し込むため、２つのハウジング部品は、この時、第２回
転位置へ（例えば手動で）相互に回転されるため、回路基板は接触要素と接触せずに差し
込むことができる。それから、２つのハウジング部品を解放すると、ばね力の結果として
２つのハウジング部品が第１回転位置へ自動的に移動して、ばね力を通して第１回転位置
に固定される。
【００１８】
　第１回転位置で回路基板をインテークへ差し込むと、接触要素及び／又は回路基板にダ
メージを与えるので、第１回転位置では回路基板がインテークへ差し込まれることを防止
する手段も設けられることが好ましい。これらの手段は、好ましくは、第１回転位置でイ
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ンテークの挿入スロットに配置され、結果的に回路基板がインテークへ差し込まれること
を防止する単数又は複数のセンタリングピンで構成することができる。
【００１９】
　本発明による装置のさらなる好適な実施形態では、高周波信号の伝送のために少なくと
も１つのＨＦ接触要素が設けられ、直流の伝送のために少なくとも１つのＤＣ接触要素を
設けることができる。したがって、ＨＦ接触要素は、２つの外側接触部の間に共面に位置
合わせされた状態で配置される中央接触部を含むので、有利である。
【００２０】
　同軸ケーブルは高周波信号の伝送に適しており有利であるので、中央接触部もまた、好
ましくは内側導体と電気的に接続され、外側接触部は装置から延出する同軸ケーブルの外
側導体と電気的に接続することができる。装置又はＨＦ接触要素は、例えば、同軸ケーブ
ルを用いることにより、測定装置と接続することができる。
【００２１】
　対照的に、ＤＣ接触要素は、装置から延出する好ましくは可撓性のリボン導体と電気的
に接続されると有利である。これらは、低コスト及び低スペース要求により特徴付けられ
る。１つ以上の銅撚線導体への直接接触も可能である。
【００２２】
　本発明による装置の接触要素と回路基板との接触は、特に、高周波信号（ＨＦ信号）が
伝送されることを想定したものである。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明による回路基板を接触させるための装置の第一実施形態の使用における異
なるステップを示す。
【図２】本発明による回路基板を接触させるための装置の第一実施形態の使用における異
なるステップを示す。
【図３】本発明による回路基板を接触させるための装置の第一実施形態の使用における異
なるステップを示す。
【図４】図１乃至図３による装置の断面を長手方向等角断面図で示す。
【図５】図１乃至図４による装置のインテーク要素の等角図を示す。
【図６】本発明による装置の第二実施形態の閉状態での斜視図を示す（回路基板はなし）
。
【図７】図６による装置を閉状態で示す。
【図８】図６及び図７による装置とともに使用するための回路基板の斜視図を示す。
【図９】図８による回路基板が部分的に挿入された、図６及び図７による装置の斜視図を
示す。
【図１０】回路基板が完全に差し込まれた、図９による装置の長手方向断面の斜視図を示
す。
【図１１】図６及び図７による装置の下部セクションの斜視図を示す。
【図１２】ばね接触コームが組み込まれた図１０による下部セクションを示す。
【図１３】図６及び図７による装置の上部セクションの斜視図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　図面に示された例示的実施形態を参照して、本発明が以下でより詳しく説明される。
【００２５】
　図１乃至図５に描かれた装置は、ハウジング１を備えている。ハウジング１の内部には
、いくつかの電気接触要素３が表面に配置されたキャリアプレート２が配置される。これ
らの接触要素３の各々は信号ケーブル４に接続され、信号ケーブルは、ハウジング１の一
端の開口部を通ってハウジングから延出される。信号ケーブル４は、例えば、測定装置（
不図示）に繋がっており、これによって回路基板５の機能テストが実行される。機能テス
トを実行するため、接触要素３の各々は回路基板５の回路経路の１つと所定位置で接触す
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るように、回路基板５は規定の方式で接触要素３と接触される。
【００２６】
　接触要素３との接触を達成するため、ハウジング１の内部に配置されるインテーク要素
７により形成されるインテーク６へ回路基板５の一端部が挿入される。好ましくはプラス
チックから製造される、インテーク要素７は２つの部品（特に図５を参照）、つまりイン
テーク６と、これに弾性接続されてハウジング１の内部で移動不能に固定される固定プレ
ート８とを含む。インテーク６は、回路基板５の挿入セクションを五つの面（挿入端面、
上面、両側面、及び下面）で少なくとも部分的に収納して、特に、接触される回路経路が
配置される下面のセクションのみを露出したままにするように設計される。これにより、
回路基板５は、インテーク６により形成されるインテークスロットの底面に端面が当接す
るほど深くインテークスロットへ挿入される。
【００２７】
　装置は、スライダー９の形状の作動要素も含む。スライダー９は、ハウジング１の対応
スロット内で案内される隆起部１０を形成する。隆起部１０を用いることにより、スライ
ダー９は、ハウジング１のスロット内で規定の方向に手動で移動させることができる。ま
た、隆起部１０の表面の平行な凹溝は、例えばスライダーが手の親指で操作される時に、
滑りに対する適切な抵抗を保証する。
【００２８】
　スライダー９が移動されるときには、スライダー９はインテークプレート７の上面を摺
動する。スライダー９の下面がインテーク要素７の固定プレート８の上面と単独に接触す
る図１，図２，図４に示された初期位置から始まるスライダー９の移動により、スライダ
ー９の前端部はインテーク６の上面を摺動する。その結果、無負荷初期位置で上面が固定
プレート８の上面と共面になくスライダー９の移動方向に若干上向きになっているインテ
ーク６が、下向きに旋回する。この移動は、インテーク６と固定プレート８とのばね負荷
接続による変形から生じる弾性力により抵抗される。インテーク６の旋回により、インテ
ークは、回路基板５の挿入セクションとともに接触要素３へ移動する。
【００２９】
　この移動の過程で、回路基板５は、最初に、いくつかのテーパ状の位置決めピン（不図
示）が回路基板５の対応する位置決め開口部に嵌合して、接触要素３に対して正確に位置
決めされる（図１参照）。位置決め開口部への位置決めピンの嵌合と、その結果生じる回
路基板５の位置決めの後に、つまりインテーク６とこれに収容される回路基板５のセクシ
ョンとのさらなる旋回の後に初めて、回路基板５の下面に配置される回路経路と接触要素
３との接触が行われる。これは、回路経路上の想定位置で正確に接触が行われることを保
証する。
【００３０】
　図３に示されたスライダー９の位置では、つまりインテーク６の自由端部の方向にスラ
イダーができる限り深く押し込まれると、回路基板５はスライダーの下方に配置された接
触要素３と接触する。装置のこの接触位置では、スライダー９はフォースロック方式（自
動ロック）で固定されるため、スライダー９を手動にて押し戻すことにより接触が能動的
に切断されなければならない。
【００３１】
　スライダー９のフォースロック固定は、スライダー９の接触面と、ハウジング１又はイ
ンテーク要素７の関連する接触面との間に発生する摩擦によりもたらされる。インテーク
６がばね負荷状態であることでスライダー９がインテークとハウジング１との間にクラン
プされるので、この摩擦は、所望のフォースロック固定が達成されるほど大きくなるよう
に容易に選択することができる。このばね負荷状態は、インテーク６と固定プレート８と
の接続部の変形を生じさせるばかりでなく、接触要素３が回路基板５へ伝達する弾性力を
付加的に生じさせる一方で、回路基板はこれらの弾性力をインテーク６へ伝達する。この
目的のため、接触要素３は、ばね装着されるか、少なくとも２つの部品が（特に伸縮性の
）スプリング要素の張力に反して、相互に対して変位することが可能なばね接触ピンの形
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状で設計することができる。
【００３２】
　ＨＦ信号が回路基板５と接触要素３とに接触することにより伝送されるのであれば、接
触要素３は、例えば、従来のコプラナーＬＩＧＡ接点（co-planar LIGA contacts）とし
て設計することが可能である。他方で、直流が伝達される場合には、接点は、特に、従来
のばね接触ピンであり得る。当然、異なる接触要素の組み合わせ（例えばＬＩＧＡ接点と
ばね接触ピン）も使用することが可能である。
【００３３】
　図６乃至図１３に示された本発明による装置の実施形態は、２つの部品からなるハウジ
ングを備える。ハウジングの本体１１（第２ハウジング部品）は装置の下部セクションの
一部である。ハウジングのカバー１２（第１ハウジング部品）は装置の上部セクションの
一部である。本体１１とカバー１２とは、２つの円筒形の位置合わせピン１３を用いるこ
とにより、ロッカースイッチの方式で回転可能に、一体に接続される。
【００３４】
　ハウジングの本体１１は、２つの（導電性）ＨＦ接触要素１４が配置される嵌着凹部を
形成する。ＨＦ接触要素１４は、共面金属製接触要素として設計され、各々が、中央接触
部１５とともに、中央接触部１５に並んで共面に位置合わせされた状態で側方に配置され
る２つの外側接触部１６を含む。例えばいわゆるＬＩＧＡ方法を用いることにより製造さ
れる中央接触部１５及び外側接触部１６は、電気絶縁空隙をその間に形成する。その相互
に対する位置は、各事例において、ケーブル側端部の近傍でＨＦ接触要素１４に（接着な
どにより）固定される２つの絶縁体１７により確保される。ＨＦ接触要素１４は、各事例
において、絶縁体１７の１つにより、ハウジングの本体１１と（接着などにより）接続さ
れる。
【００３５】
　ＨＦ接触要素１４の接触側端部と関連する絶縁体１７との間に配置されるＨＦ接触要素
のセクションは、空間へ自由に突出する。これは、テストされる回路基板１８（図８参照
）の関連する接触点との接触時に、接点側端部に形成されるＨＦ接触要素１４の接触点を
弾性により撓曲させる。これは、規定の接触圧力と公差補正とを保証する。
【００３６】
　ＨＦ接触要素１４は、ケーブル側端部で同軸ケーブル１９と各々接続されている。この
目的のため、端部がテーパ状である各同軸ケーブル１９の内側導体２０は、関連するＨＦ
接触要素１４の中央接触部１５と接触するのに対して、ＨＦ接触要素１４の各々の２つの
外側接触部１６は、（導電性本体１１を介して）導電状態で、関連する同軸ケーブル１９
の外側導体３９と接触される。
【００３７】
　高周波信号は、ＨＦ接触要素１４と同軸ケーブル１９とを介して、回路基板１８と測定
装置（不図示）との間で伝送される。高周波信号の良好なシールドを設けるため、ハウジ
ングの本体１１は、導電性であり、例えば金属製であるか金属被覆（例えば金属コーティ
ング）プラスチックから設計される。共面接触要素としてのＨＦ接触要素１４の設計とと
もに同軸ケーブル１９を用いることによる伝送は、高周波信号の良好なシールドに寄与す
る。
【００３８】
　本体１１は、回路基板１８を装置に正確に位置決めするとともに、これを装置に固定す
るため、回路基板１８の関連する位置決め開口部２２に嵌合する２つの位置決めポスト２
１も備える。２対の位置決めポスト／位置決め開口部の直径が異なることは、回路基板１
８が正確な配向で装置に嵌着されることを保証する。
【００３９】
　装置の下部セクションは、スプリングコーム２３の形状のスプリング要素も含む（図１
１参照）。これは、スプリングコーム２３を介してハウジングの本体１１に固定される本
体を有する。複数のスプリングフィンガ２４が本体から延出する。スプリングコーム２３
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は、装置の上部セクションに形成される接触領域（ＤＣ接触要素）と回路基板１８との確
実な接触を保証するために設けられる。こうして２つの側方支持アーム２５は、スプリン
グフィンガ２４に負荷がかけられた時に、スプリングコーム２３が上傾するのを防止する
。スプリングコーム２３がプラスチックで製造されると有利である。
【００４０】
　ハウジングのカバー１２は、回路基板１８のためのインテーク２６を形成する。２つの
側方ガイドスロット２７は、こうして、回路基板１８の挿入及び引き抜き動作を案内する
。リボン導体２８の一端部は、インテーク２６の内部に突出する。端部接触領域（ＤＣ接
触要素３０）を形成する下部セクション又は挿入回路基板１８と対面するリボン導体２８
の面に、いくつかの回路経路２９が配置される。これらは、回路基板１８上の回路経路３
１の関連する接触領域と接触するために設けられる。装置が作動しているとき、直流のみ
が回路経路２９，３１を介して伝送されると想定されるため、シールドについての費用は
必要ない。そのため、ハウジングのカバー１２もまた、プラスチック（熱可塑性プラスチ
ック）で製造されても有利である。位置決め及び固定のため、リボン導体２８は、カバー
１２の位置決めポスト３２が突出する位置決め開口部を有する。加えて、介在するエラス
トマ要素３４によりカバー１２とスプリング要素３３との間にクランプされることで、リ
ボン導体２８はカバー１２に固定される。これらの要素とカバー１２との接続は、例えば
、カバー１２に形成され、スプリング要素３３の固定開口部に延在するリベットピン３５
を用いることによりもたらすことができる。リベットピン３５の自由端部は、その直径が
端部領域で拡大されるように、熱的に、又は圧力の付加により変形され得る。これは、ス
プリング要素３３とのフォームロック接続を形成する。望ましくは、リベットピン３５の
変形は、スプリング要素３３への圧力の同時付加と、その結果生じるエラストマ要素３４
の圧縮とにより実行され、エラストマ要素は、リベットピン３５の変形後に、少なくとも
部分的に組み立てられた状態にある。これは、カバー１２へのリボン導体２８の固定をほ
ぼ遊びを含まないものにする。
【００４１】
　例えば図６に示すように、装置が準備されると、レッグスプリングとして形成されたス
プリング要素３３が、ハウジング又は装置を閉位置（第１回転位置）に付勢する。この位
置では、位置決めポスト２１がインテーク２６に向けて突出するので、回路基板１８はイ
ンテーク２６に挿入させることができない。
【００４２】
　インテーク２６への回路基板１８の挿入は、図７に示された装置の開位置（第２回転位
置）でのみ可能である。装置を開くため、同軸ケーブル１９とともにリボン導体２８が出
現する端部において、手動にて一緒に押圧されなければならない。こうすると、ハウジン
グの本体１１及びカバー１２が若干広がるため、位置決めポスト２１がインテーク２６を
開く。それから、軸方向ストッパーに当たるまで回路基板１８がインテーク２６へ挿入さ
れることにより、回路基板１８の正確な角度位置合わせを保証するため、回路基板１８の
前縁部にある２つの鋭角収束切欠き３７がカバー１２の位置決めポスト３２と相互作用を
行う。位置決めポスト２１と同様に、回路基板１８の長手軸における切欠き３７の非対称
配置は、回路基板１８を間違った面を上にしてインテーク２６に（完全に）挿入されるこ
とを防止する。
【００４３】
　回路基板１８の完全挿入の後で、ハウジングへの圧力が解放される。それから、スプリ
ング要素３３がハウジングの２つの部品を閉位置へ移動させ、閉位置に保持（固定）する
。こうして、下部セクションの位置決めポスト２１は、回路基板１８の位置決め開口部２
２に嵌合する。これは、回路基板１８を装置に対して正確に位置決めして固定させる。同
時に、ＨＦ接触要素１４は、回路基板１８の下面で対応するＨＦ接触点３８と接触し、Ｈ
Ｆ接触要素１４は、充分な接触圧力及び公差の補正を生じるため、若干弾性変形される。
２つのストップピン３６は、こうして回路基板１８と当接して、ＨＦ接触要素１４の弾性
変形を制限し、ＨＦ接触要素がダメージを受けることを防止する。この目的のため、ＨＦ
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接触要素１４は規定量だけストップピン３６よりも突出する。リボン導体２８のＤＣ接触
要素３０は、回路基板１８の上面の関連する回路経路３１とも接触する（ＤＣ接点ペア）
。装置を閉じることで弾性変形されるスプリングコーム２３のスプリングフィンガ２４は
、こうして、充分な接触圧力と公差補正とを保証する。この例示的実施形態では、各ＤＣ
接点ペアに１つのスプリングフィンガ２４が設けられる。これは、必要な接触圧力が各Ｄ
Ｃ接点ペアに付加されること、及び回路基板１８が可撓性キャリアプレート３８を有する
際に、個々の公差補正が、各々に対して達成されることを保証することを可能にする。
【００４４】
　スプリングコーム２３の代替物として、共通のばね本体（例えばレッグスプリングの形
状）を備えたスプリング要素（不図示）を使用し、弾性材料製の個別接触タブが回路基板
１８と対面する縁部（連続圧接触縁部として設計）に装着されることによっても、対応す
る機能を達成することが可能である。この事例では、ばね本体は接触圧を実質的に保証す
るのに対して、接触タブは個別の公差補正を保証する。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】
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